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近年来5G通讯、电动车、储能、电池、工控设备等应用大增，宽能带半导体(WBG)材料，如
碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)，为产业带来更高能效能、更轻巧且稳定的半导体组件，非常适
合高功率转换以及测试制程效率的改善。筑波科技与Teradyne ETS产品线合作，提供线性、
电源和汽车电子测试，符合客户需要的大批量量产、质量提升及加快上市时间之半导体测试
设备系统、软/硬整合方案服务。

筑波科技在异质材料界面、Wafer材料分析MA、3DIC故障瑕疵分析FA，已有很好的测试方
案经验，可增强高阶封装(TSV、Flip-Chip等)半导体产业的研发质量与生产效率的提升，本
次研讨会将从WBG功率IC/module及3DIC测试技术等实务分享。

我们邀请您与筑波科技专业团队就相关议题和技术交流！欢迎宽能带半导体及3DIC产业领域
的厂商先进主管报名参加。
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